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Abstract (en)
The invention relates to a method and a device (1) for applying material in gaps or depressions on, or in, surfaces. In this arrangement, the
invention proposes to suck the material out of a material container (8) through these gaps with the aid of an exterior subatmospheric pressure. The
corresponding device (1) exhibits a subatmospheric-pressure chamber (7) and a material container (8), these two chambers adjoining each other
and exhibiting openings directed towards the surface to be treated.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung (1) zum Aufbringen von Material in Liicken oder Vertiefungen auf bzw. in Oberflachen.
Dabei schlagt die Erfindung vor, das Material aus einem Materialbehélter (8) durch diese Liicken mit Hilfe von einem &uBeren Unterdruck
anzusaugen. Die entsprechende Vorrichtung (1) weist eine Unterdruckkammer (7) und einen Materialbehélter (8) auf, wobei diese beiden Kammern
aneinander anschlieBen und zur zu behandelnden Oberflache gerichtete Offnungen aufweisen.
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